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 I

摘  要 

时代在不断发展，智能手机的各项技术取得了长足有效地进步，在智能手机

技术完善的同时，各项工艺的应用也在一定程度上增强了智能手机的实用性。对

于传统工艺的改善，涉及科学、技术、创新等各个方面，并且，在智能手机领域

的营销模式也在经历着深刻地变化，这也需要在营销模式上不断以智能手机销售

为主，以现代体验性方式为主，以研究智能手机产品营销为主，这样才能在最大

程度上取得市场先机，达到良好的市场效果。本文通过对窄边点胶工艺技术的介

绍，以基本原理简介为主，通过对这项工艺在智能手机领域中的应用，以具体事

例为主，提出一系列市场分析及营销策略，在技术与营销这两个关键节点之上，

进行深入地探索与思考。对于市场营销过程中主要存在的应用问题，应当重点从

解决方案的角度来进行探索，应用问题的解决是技术产品在市场营销中的关键性

因素，技术产品在市场中的应用的重要前提条件就是在产品技术研发、产品综合

性能以及后续的市场营销中采取切实有效的措施，这三者缺一不可，因此，本文

重点在研究基本产品技术的基础上，对后续技术产品在市场营销中的应用提出诸

多实际解决方案。 

首先本文通过第一章绪论的介绍对于点胶工艺技术的基本原理、产品应用、

几种技术的比较总结，窄边点胶工艺技术的应用前景与技术发展趋势展望。第二

章通过对窄边点胶组装工艺在智能手机领域中的技术应用，着重介绍当前智能手

机制造领域的性能需求，以及相应的技术市场分析比较，并分析窄边点胶工艺应

用的各项软硬件基本条件。第三章针对创业型公司，窄边点胶工艺倡导者，厦门

威尔邦公司，分别与其它各项技术进行科学地比对，并提出目前此项工艺在市场

分析以及营销策略中主要存在的问题进行优势劣势，机会风险比对分析。第四章

主要制定了威尔邦窄边点胶工艺在智能手机领域的营销策略，基于 4C 进行分析。

第五章对窄边点胶工艺的不知及行业方向做出预测，第六章对全文进行了总结及

展望。 

综上所述，窄边点胶工艺作为一项高速发展的工艺技术，在智能手机领域具

有极其广泛的市场应用前景，本文基于威尔邦公司技术，通过对此工艺应用进行
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 II

深入地市场分析进而提出相应具体的营销策略，为其在智能手机应用领域的不断

发展提供些许参考与建议。作为在 NOKIA 最初开发，经 Iphone 逐渐推广的高精

度点胶组装工艺，窄边点胶被作为一项专门工艺进行研究论述，并做推广价值分

析，目前还极为鲜见，而文章中对工艺细节的介绍来自实地产线经验积累，对市

场状况的分析来自对二十余家手机设计及组装厂的实地拜访，对销售计划的建议

基于管理理论指导，结合威尔邦公司及行业市场状况，具有可行性。期望本文不

仅在理论层面，更在应用层面，对窄边点胶，这项新工艺的推广带来些许贡献。 

     

 

关键词：窄边点胶；智能手机；威尔邦 
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Abstract 

First, in this article, through introducing the first chapter is the introduction to the 

basic principle of dispensing technology, product application, the comparison of 

several technical summary, narrow edge dispensing technology application and 

technical development trend prospected. The second chapter, through the narrow edge 

point glue assembly process technology application in the field of smart phones, 

focuses on the current in the field of intelligent mobile phone manufacturing 

performance requirements, and the corresponding technology market analysis and 

comparison, and analysis of the application of narrow edge glue process the basic 

conditions for hardware and software. Third chapter for startups, advocate, narrow 

edge glue process will bond company in xiamen, respectively, and other various 

technologies are compared scientifically, and put forward this process in market 

analysis and marketing strategy of the main problems existing in the advantages and 

disadvantages of, opportunity risk comparative analysis. The fourth chapter mainly 

developed in the smartphone will state the narrow edge glue process in the field of 

marketing strategy, based on 4 c for analysis. Chapter v of the narrow edge glue 

process for the prediction and the direction of industry, chapter 6 of the full text is 

summarized and prospects.  

To sum up, as a narrow edge glue process of rapid development of technology, in 

smartphones has extremely broad market prospect, this article is based on will bond 

company technology, through the application process for the in-depth market analysis 

and put forward the concrete marketing strategies, for its continuous development in 

the field of smartphone applications to provide some reference and Suggestions. As 

NOKIA, originally developed by the Iphone gradually promote high precision 

dispensing assembly process and narrow edge point glue as a special technology for 

research, this paper is to promote value analysis, it is extremely rare, and details of the 

process from article introduces from the field production line the accumulation of 
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 IV

experience, analysis of market conditions from design and assembly plant for more 

than twenty phone field visit, advice to the sales plan based on the theory of 

management guidance, combining will bond market conditions, company and industry 

has the feasibility. Expect more in this paper not only in the aspect of theory, 

application level, the narrow edge point glue, the promotion of the new process has 

some contributions.  

 

 

Key Words: dispensing, smartphone, weldbond
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第一章  绪论 

1.1 引言 

随着国民经济的迅速发展，各大传统产业也在经历着产业转型与产业升级等

诸多地变化，传统的电子组装工业在服务于政治、经济、社会、文化等领域的过

程中，不断印证着“摩尔定律”，现今在移动通信、航空航天等新型电子领域也

具有了更前沿的应用条件。触控技术的发展，进一步对电子产品的智能性及操控

性提供了更好的平台，并且，随着客户要求的不断提升，智能型产品不仅要在功

能上有所增强，还要硬件质量上具有更高地技术性要求。为了智能手机产品具有

更好地产品性能，在体积、质量、厚度、手感、可靠、价格等方面具有更好地性

价比优势，从满足智能手机发展的各个领域要求条件上看，窄边点胶工艺技术就

是关键性技术标准之一。在过去数年的发展历程中，自动化点胶技术无论是在效

率上还是成本上都已经有了大幅度地提高与进步，窄边组装技术的进一步应用虽

然还需要匹配自动化点胶系统的优化升级，工艺流程上不断优化以及胶水自身性

能上不断完善，从而将前壳+TP 组装由手工作业带入全自动化流水线作业。此外，

不仅要在模具工艺上，还需要在最终的产品上进行比对，这样才能使这项技术日

臻完善，并得以在业界大量推广普及。随着这项技术的不断发展，点胶工艺技术

在智能手机领域中的应用也对于提升产量的影响也日益显著，在这些影响因素中

包括前期的加热、中间部件的输送以及最终的成品，当然也包括后续技术中保持

一致性的点胶效果探测，值得一提的是点胶工艺在上述这些方面的技术构造目前

处于一种高速发展的时期。 

窄边点胶工艺在保证微电子元器件正常运作的过程具有非常重要的基础性

作用，微电子技术作为发展最快、应用最广的重要技术之一，对手持移动终端的

发展具有很强的基础性作用。由于点胶工艺已经在 PCB 组装、精密机械等各行业

进行了较为广泛地应用，这项基于自动化控制，高分子化学，精密模具等多项高

新知识的工艺技术，在智能手机的生产组装过程中具有不可估量的光明前景。伴

随着智能手机由“高端大气上档次”的土豪奢侈品普及到寻常“屌丝”，窄边点

胶技术必将成为手持终端设备时代的一项重要的基本工艺，其市场应用前景会更
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加地广泛。并且，窄边点胶工艺技术不仅在智能手机领域具有光明的前景，还可

以带动与之相关的高分子化工行业，及精密模具领域的不断发展，重要性不言而

喻，也正是如此，对这一工艺技术进行科学深入的市场分析与营销策略分析十分

重要。在未来的一个时期内，随着各种先进的点胶技术的不断涌现，窄边点胶工

艺必将会得到不断的完善与健全，这项工艺的成功也必将引领着智能手机产业的

不断完善与发展。 

1.2 点胶工艺技术简介 
    在工业装配的历史上，出现过五花八门的组装方法，铆钉，超声波，双面胶，卡扣，而

利用胶水进行的点胶组装是唯一可以把不同材料之前进行化学结合的高强度结构性组装方

法。然而，毕竟在过去十年中，国内的点胶工艺都还基本处于半自动乃至手工施涂的粗放阶

段，在机械自动化高速发展基础之上，近年衍生出来的高精度点胶，由于可以在零点几个毫

米之上实现胶路铺排而无溢胶脏污，真正是点胶工艺可以适用于高附加值，高质量要求的手

持设备领域，为点胶工艺技术带来了更广阔的的发展空间。 

    文章在以下两节对点胶工艺及在此基础上发展而来的高精度点胶做出具体详尽的介绍，

通过介绍工艺技术自身特点，外部市场应用，再结合厦门威尔邦的公司情况作出 SWOT 分

析，并基于此分析，为威尔邦制定出公司的营销策略，以使文章在研究的基础上具备实践指

导意义。 

1.2.1 点胶工艺技术的基本介绍 

点胶，是一种工艺，也称施胶、涂胶、灌胶、滴胶等，是把电子胶水、油或

者其他液体涂抹、灌封、点滴到产品上，让产品起到黏贴、灌封、绝缘、固定、

表面光滑等作用点胶的应用范围非常广泛，大到飞机轮船，小到衣服玩具等生产，

都可能需要点胶。可以说，只要胶水到达的地方，那么就需要点胶工艺服务。 

目前，点胶工艺技术主要在如下四个方面具有广泛地市场应用：第一是辅助

性制造作用，这一方面主要是在元件的焊接方面起到一种临时固定住元件的辅助

性效果。第二是在微电子产品的服务期限内，起到一种减轻焊接部位作用效果以

及防止电子元件连接之间损坏的服务效果，所以点胶又名冷焊剂。第三是防止在

结构上起到受环境振动而影响的位置移动效果，这也是基础性的点胶粘接作用。

第四是为了防止产品在使用的过程中受到外界环境的影响与腐蚀或损坏，而进行

的密封及灌封应用。综上所述，点胶工艺技术在这主要四个方面的市场应用均是

与制造有关，简单地概括就是辅助制程作用、焊点保护作用、结构粘接作用以及
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防范性作用。因此，在未来点胶工艺技术的不断升级与发展的过程中，以上这四

个方面的应用基本可以覆盖大部分工业领域，而不同胶水类型从常规领域向其他

应用领域的每一点的延伸，都会为点胶工艺的发展带来无限遐想的空间。 

在手机生产领域，由于产品自身存在多样性的特点，故其点胶样式也存在多

样性的特点。然而，随着智能手机的不断普及与发展，原本要在生产线的过程中

才能实现的对微小密度晶体的有效操作，现在系统设置与材料精确分配方面存在

进一步优化的空间。这种方式的实现，可以通过系统控制，将手机原件置于合适

的位置，然后通过合理的机械电气点胶操作，从而实现产品生产。值得一提的是，

无论是传统的点胶技术，还是现在经过技术系统发展的操控技术，其本质原理都

是通过可控的方式进行操作的，将事先已经准备好的胶体装入容器内，然后通过

系统对基板上的元件进行操作，高精度点胶技术的操作基本可以实现系统的全自

动化操作，再通过系统化的操作实现元器件之间的电器或机械保护和连接。随着

工艺技术的不断更新与发展，目前点胶技术不仅仅已经应用于微电子产品表面的

贴装技术中，还在芯片的尺度封装、电器元件之间的粘接、器件的粘接以及芯片

的粘接等芯片封胶领域均有广泛地应用，这也是先进的点胶工艺在光制造等领域

重点基础技术应用的标准性前提。 

1.2.2 高精度点胶工艺的基本原理与应用 

手机产品由几年前的功能机升级换代为智能机趋势日趋显现，传统的胶带组

装工艺已经难以满足智能手机产业化、品质化的发展路线，因此，在新兴技术的

研究背景下，高精度点胶工艺取代了原有的胶带组装工艺技术，成为目前智能手

机领域中重要的工艺技术之一。要想充分了解高精度点胶工艺技术的基本原理与

应用，首先要深入地了解原有的胶带组装工艺技术的基本原理构造。在智能手机

的刚刚开始流行之初，使用 TP 触摸屏盖板进行手机前端大屏制造是一种常见的

流行做法，无论是使用光学胶材料的双面胶贴合，还是完全使用胶带组装的单面

胶贴合，两者之间所产生的基本效果差距不大。双面胶贴合技术与单面胶贴合技

术，在大屏的结合处均会有一些瑕疵，而且在一批产品中往往会产生为数较多结

合处缝隙较大的产品，这也是众多厂商产品生产过程中所不能容忍的问题，始终

被研发工艺技术人员广泛重视与高度关注。高精度点胶工艺的应用对智能手机组

装生产具有极大的意义，通过系统全自动控制，在元器件粘贴方面进行切割，切
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割的同时又可以注入一定的点胶从而达到固定智能手机大屏的效果。随着智能手

机的不断普及与发展，大屏手机是未来智能手机发展的重要趋势，大屏手机从原

有的 4寸到 5.5 寸，甚至 8寸大屏，随着智能手机屏幕的不断增大，其基本性能

要求也有所增强，这也在一定在程度上对外屏切割技术提出了更高地要求。高精

度点胶工艺的应用就是为了进一步稳固大屏手机屏幕与外壳边框的结合，以自动

的系统化功能施胶控制，达到较好的衔接效果，这项技术的产生与应用必将会对

智能手机的发展起到积极的促进作用。 

以下是窄边点胶工艺与传统胶带工艺的优劣势比较。 

 

图表 1 

特点比较 高精度点胶工艺 传统胶带工艺 

紧固速度 快 快 

窄边粘接 

(<1mm) 
可以 

不行， 

受模切设计及强度限制 

粘接强度 非常高 
强度低， 

粘接宽度不宜过窄 

外观 好 中等 

缝隙填充及密封 好，可适应尺寸变化 差，难于密封 

人工成本 低，易于实现自动化 高 

总体成本 低 高，模切浪费大 

注：摘自点胶工艺网 

 

1.2.3 几种接触式点胶技术的比较 

在目前应用较为广泛的接触式点胶技术中，主要分为活塞压力式技术、时间

压力式技术以及螺杆式技术。其中时间压力式技术是最早应用的接触式点胶技术

分配方法，主要的技术原理是通过控制气压与时间来获取事先测量或预定的胶体

容量和胶点的直径范围。在一般情况下，由于多种因素的限制，胶量的多少以及

最终的效果往往和压力与时间这两个因素有关，并随着压力与时间的不断增大而
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